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บทคัดยอ 
 
 การผลิต I.C. Integrated Circuit ท่ีผานมานั้นมีการแขงขันกันท้ังดานคุณภาพ และราคา 
การลดตนทุนการผลิต การลดจํานวนของเสีย ทําใหบริษัทมีผลกําไรเพิ่มมากข้ึน ในปจจุบัน
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีไปมากทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ มีการลด
ข้ันตอนการผลิต การเปล่ียนวัตถุดิบ เพื่อลดตนทุนการผลิตและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพราะฉะน้ัน 
จึงตองมีการพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ และกระบวนการผลิตเพื่อท่ีจะสามารถผลิตงานนั้น
ได ในกรณีศึกษาบริษัทผลิต I.C แหงหนึ่งตองการผลิต I.C. จาก Lead Frame ท่ีผานการชุบ Ni Pd 
Au หรือเรียกวา Pre-Plate Frame (PPF) ทางบริษัทตองการใหพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
ท่ีมีอยูมาทําการผลิตงานประเภท PPF ใหไดและผานตามขอกําหนดหรือมาตรฐานของลูกคา 
เนื่องจากงานประเภท PPF นั้นจะมีผิวท่ีผานการชุบมาบางกวางานปกติมาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงได
ทําการศึกษาความเปนไปไดแนวทางท่ีจะพัฒนา ปรับปรุงเคร่ืองจักร อุปกรณและวิธีการ โดยใช
เทคนิคและทฤษฎีตางๆ มาใชไดแก ทฤษฎีการวิเคราะหภาวะลมเหลวและผลกระทบ FMEA 
(Failure Mode and Effected Analysis) ทฤษฎีวิเคราะหสาเหตุผังกางปลา (Fish Bone Diagram) เพื่อ
หาสาเหตุ และทฤษฎีการตั้งคําถามทําไม ทําไม (Why-Why Analysis) เพื่อระบุถึงปญหา หลังจากท่ี
ทราบสาเหตุของปญหาแลววิศวกรผูวิจัยจึงเลือกใชเทคนิคตางมาแกปญหาไดแก เทคนิค การข้ึนรูป
ขางานแบบเอียง 45 องศา (Incline Form) และเทคนิคการเคลือบผิวแบบ DF Coating ผลของการ
พัฒนาทําใหบริษัทสามารถผลิตงานไดตามขอกําหนดมาตรฐานของลูกคาทําใหมีใบส่ังซ้ืองาน
ประเภท PPF มาต้ังแตเดือน พฤษภาคม 2554 เพิ่มข้ึน 20% หรือคิดเปน 10 ลานช้ินตอเดือน โดยมี
การติดตามผลและควบคุมการผลิตดวยทฤษฎีทางสถิติ SPC (Statistical Process Control) มีการ
ติดตามผลของอุปกรณท่ีพัฒนาข้ึนจนถึงปจจุบัน  
 
 คําหลัก การลดจํานวนของเสีย ศึกษาความเปนไปได แผงวงจร ควบคุมการผลิต 
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ABSTRACT 
 
 Integrated Circuit (I.C.), a technological development and environmental product, is 
mainly used in the assembly manufacturing that is a highly competitive industry. This industry 
should focus on high quality, exceptional customer service, defect reduction, yield, cycle time, 
and low material cost. This type of business is better known as semiconductor business, and also 
mainly depends on innovative design of tools, machines and production process which is an 
integrated circuit (I.C.) product. The new requirements for new products occur, when the samples 
are sent by customers to their sub-contractors for a feasibility study for qualifications. In this case, 
the new product is PPF (Pre-Plated Frame), which is a type of plating surface skin through the 
coat. Any subcontractor who can run with PPF will get a 20% increase in revenue or about 1.2 
million Baht per month, before coming to 20% increase of revenue, the engineering team has to 
develop all equipment involved in this process to improve the machinery, the equipment and the 
process. The theoretical analysis such as FMEA (Failure Mode and Effected Analysis), Fish Bone 
Diagram and Why – Why Analysis were used to identify the root cause and how to eliminate the 
production problems. The researcher use problem-solving techniques as DF Coating techniques 
and Incline form techniques. Base on the findings, the manufacturing companies, mass production 
of I.C   has increase 2 percent to build mass production since May 2011 
 
 Keywords: defect reduction feasibility study lead frame process control 
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